中国电子科技集团公司第五十五研究所
2019校园招聘启事

宣讲会时间：9月13日晚上18:30
宣讲会地点：半导体所学术会议中心
简历网申地址：http://cetc55.zhaopin.com
一、企业简介
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中国电子科技集团公司第五十五研究所（简称55所）始建于1958年，地处六朝古都南京，是我国核心电子器件领域实现自主研发与原始创新的多专业并举的高科技、综合性大型研究所。55所的主要专业方向为固态功率器件与射频微系统、光电显示与探测，包括固态微波器件、微波毫米波模块电路、微机电系统、封装外壳与基板、平板显示与紫外真空器件等技术领域。民品主导产业为射频电子、功率电子两大产业。
55所现有职工5000多人，其中：中国电科首席科学家4人，首席专家1人；新世纪百千万人才工程国家级人选2人；享受政府特殊津贴10人； “GaN HEMT和SiC MESFET微波单片集成电路”研究团队被原国防科工委列为首批国防科技创新团队。55所现占地面积700多亩，形成了“一园三地”的布局，即南京秦淮基础创新中心园区、南京江宁研发与生产基地、扬州功率电子产业基地和德清射频元件产业基地。

55所拥有“单片集成电路与模块重点实验室”、“宽禁带半导体电力电子器件国家重点实验室”、“国家平板显示工程技术研究中心”、“有源层优化生长技术研究应用中心”等。在固态功率器件等领域，55所具有一流的研发能力，产品水平处于国内领先、国际先进地位。

聚焦主业发展民品，坚持军民融合发展。55所民品产业的研究领域和产品已经涵盖射频集成电路与模块、声表面波器件与材料、半导体外延材料、电力电子器件与模块、系统集成与应用软件等，形成了以射频电子和功率电子为发展重点的产业布局。

建所以来取得科技成果3000多项，其中获得国家级奖60多项，部（省）级奖560多项。这些成果及产品广泛应用于国家重点工程和国民经济建设领域。2015年荣获“全国文明单位”称号；2013年被人力资源与社会保障部、国资委授予“中央企业先进集体”荣誉称号；2013年连续第7次荣获“江苏省文明单位”称号；2008年荣获“全国五一劳动奖状”。

秉承“责任 创新 卓越 共享”的核心价值观，以“立所为军、奉献国防、强所为民、服务社会”为责任使命，致力于完善科技创新体系，努力提升企业治理能力，提高企业竞争力，为打造“国内卓越、世界一流的固态功率器件及射频微系统供应商”，成为具有强大创新能力的行业领导型企业而努力拼搏。

二、招聘岗位
要求：
1、 国家重点院校2019应届硕士及以上学历；
2、 专业背景符合各岗位要求；
3、 在校期间品学兼优、德才兼备,善于学习、综合素质突出；
	序号
	岗 位
	专 业
	职位简述

	01
	电路设计
	电磁场与微波技术、信号与系统、射频集成电路、微电子与固体电子学、数字信号处理、通信工程等相关专业
	1.从事化合物、硅基单片电路仿真和设计，包括PA/LNA/ADC/DAC/PLL/Limiter/Co-chip/Mixer/控制电路/电源管理等微波毫米波电路；
2.从事太赫兹（THz）电路和模块的设计研发；
3.从事微波毫米波有源电路（T/R组件、频率源、接收发射链路等）、无源电路（IPD等）设计；
4.从事数字电路分析、设计、代码编写、仿真验证，参与FPGA验证、芯片测试工作，Mix-Signial IC局部逻辑设计；
5.从事模拟电路设计、仿真和验证；

	02
	半导体器件设计
	半导体器件物理、微电子与固体电子学、凝聚态物理等相关专业
	1.从事Si、化合物半导体、金刚石等外延材料研发；
2.从事光刻、干法刻蚀等半导体工艺研发；
3.从事Si基、化合物半导体、金刚石、石墨烯、碳纳米管、微波光子等器件的设计和研究；
4.从事化合物半导体器件模型设计；建立功率管芯大信号模型；
5.从事芯片级热管理技术研究；
6.从事微波在片测试技术研究；

	03
	射频微系统设计
	电磁场与微波技术、电路与系统、微电子与固体电子学、射频集成电路、半导体器件物理等相关专业
	1.从事射频微系统架构或算法设计，参与工艺方案的制定；
2.从事射频微系统三维集成芯片IP开发、IP相关课题研制；

	04
	光电器件设计
	应用光学、光电子、微电子与固体电子学、半导体器件物理等相关专业
	1.从事光电器件读出电路集成开发；
2.从事OLED器件、激光器、探测器等有源、无源光电子器件设计与工艺开发，多碱阴极工艺开发；

	05
	MEMS器件设计
	微机电系统、半导体器件物理、微电子与固体电子学等相关专业
	1.从事射频MEMS器件设计与关键工艺开发；
2.从事射频MEMS电路（FBAR、环形器、隔离器等）产品开发；
3.从事传感器工艺流片，监控关键结构参数，了解传感器信号检测技术

	06
	软件开发
	计算机科学与技术、软件工程、测控、通信工程、FPGA等相关专业
	1.熟练掌握C/C++、VerilogHDL编程，熟悉Linux、VxWorks等嵌入式系统开发流程，熟悉DXP，掌握网络通信编程技术，熟悉TCP/IP、UDP协议，并从事相应驱动及应用程序的开发工作；
2.熟悉J2EE架构，从事ERP、MES、TDM等系统建设管理与软件开发工作；

	07
	HTCC/LTCC产品工艺研究
	无机非金属材料，材料科学与工程，材料加工（焊接方向），力学专业，工程热物理专业（结构应力仿真分析，热仿真），电化学专业，材料化学，高分子材料
	1 从事多层陶瓷工艺研究；
2 从事高温共烧多层陶瓷材料体系研究
3 从事金属零件热处理、金属-陶瓷钎焊、封帽等相关工艺研究
4 结构应力分析，可靠性研究，失效分析
5 电镀前处理溶液以及镀液的配置技术研究，镀覆工艺的研究

	08
	图像处理
	光学工程、通信工程等相关专业
	1.从事对可见光、微光、红外图像信息进行识别、增强、信息融合等处理工作；
2.从事加固显示产品工艺设计工作，负责产品的工艺设计，开展新技术研究和新产品开发

	09
	光学设计
	应用光学、照明光学、光电显示、物理电子学、光学工程、材料工程、材料物理与化学等相关专业
	1.具有LED、LCD、OLED、3D显示等新型显示技术研究背景，从事显示类产品光学设计及新技术开发等工作；
2.从事成像光学系统设计及调试、光学系统搭建及相关光学测试试验；
3.具有材料制备、蒸镀、溅射、封装、光刻等相关工艺技术研究背景，从事显示产品工艺设计及工艺技术开发等工作；
4、熟悉FPGA开发流程，具备用FPGA进行显示控制、图像处理能力；

	10
	器件可靠性研究
	可靠性、半导体器件物理、微电子与固体电子学、凝聚态物理等相关专业
	从事半导体器件失效分析、器件可靠性机理研究

	11
	设备工程师
	自动化、机械设计与自动化、机械电子等相关专业
	1.熟练掌握UG、CAD、三维制图等设计软件，负责产品结构设计及新技术开发；
2.从事半导体设备的运维工作；

	12
	微组装技术研究
	材料加工、微连接、电子封装等相关专业
	熟悉微电子焊接原理，从事过微电子组装和微电子封装方向的专业课题工艺研发（钎焊、贴片、键合、三防、激光焊等）

	13
	智能制造研究
	工业自动化、人工智能、机械制造、FPGA等相关专业
	1.掌握EDA技术、VHDL语言、FPGA技术，从事基于DSP、FPGA的信号处理算法仿真、系统设计、验证和测试，承担项目硬件实现、驱动算法及性能优化；
2.从事显示或人机交互类重大项目的需求分析，智能制造开发与维护工作

	14
	管理类
	财务管理、人力资源管理、企业管理、经济运行、物流管理、市场营销等相关专业
	从事财务、人力资源、市场、采购、经济运行与统计等专项管理工作


三、招聘流程
（1）招聘流程
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（2）简历投递
简历投递方式一：登录http://cetc55.zhaopin.com进行网申

简历投递方式二：hrcetc55@163.com
简历投递方式三：现场投递
（3）更多资讯
更多招聘信息请关注“中国电科五十五所人才招聘”微信号
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四、联系方式
联系电话： （025）86858075 谢老师

（025）86858071 刘老师
传真：     （025）86858333

招聘邮箱：hrcetc55@163.com

单位地址：江苏省南京市秦淮区中山东路524号 
公司官网：http：//www.cetc55.com
网申
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